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ϭ SuŵŵaƌǇ 

WLTϮϱϲϰM is a dual ŵode Bluetooth ŵodule ǁith eŵďedded Bluetopia™ pƌotoĐol staĐk, suppoƌt 
foƌ all Bluetooth pƌofiles aŶd BLE pƌofiles.   

WLTϮϱϲϰM is ďased oŶ TI CCϮϱϲϰ. It is a Bluetooth BR/EDR/BLE siŶgle Đhip solutioŶ. CCϮϱϲϰ has 
ďest‐iŶ‐Đlass RF peƌfoƌŵaŶĐe ;TX poǁeƌ, RX seŶsitiǀitǇ, ďloĐkiŶgͿ aŶd adǀaŶĐed poǁeƌ 
ŵaŶageŵeŶt foƌ ǀeƌǇ loǁ‐poǁeƌ appliĐatioŶs.   

WLTϮϱϲϰM has a high effiĐieŶĐǇ audio SOC iŶside. It is BMϱϬϲϰ fƌoŵ MVSiliĐoŶ ǁhiĐh iŶtegƌates 
ARM Coƌteǆ‐Mϯ MCU, Bluetooth staĐk, MPϯ/WMA deĐodeƌ, MPϮ eŶĐodeƌ, OTG, SD/MMC Đaƌd 
ĐoŶtƌolleƌ, Audio DAC, Audio ADC, RTC iŶ a siŶgle Đhip.   

ϭ.ϭ FuŶĐtioŶs 
Bluetooth BR/EDR/LE   
Suppoƌt all Bluetooth pƌofiles, suĐh as SPP, SPPLE, HFP, MAP, PXP, AϮDP, ANP, HID, AVRCP… 
Eŵďedded ARM Coƌteǆ‐Mϯ, ƌuŶŶiŶg @ ϵϲMHz 
Built‐iŶ ϭϮϴK ďǇte SRAM 
Suppoƌt ďootiŶg fƌoŵ SPI‐flash aŶd the fiƌŵǁaƌe ĐaŶ ďe updated thƌough SD oƌ USB disk 
Built‐iŶ MPϮ/MPϯ/WMA/FLAC;ϴ/ϭϲ/ϮϰďitͿ/WAV;IMA‐ADPCM aŶd ƌaǁ PCMͿ deĐodeƌ aŶd 

MPϮ eŶĐodeƌ 
Eŵďedded ϮϬ‐ďit Audio DAC aŶd ϭϲ‐ďit Audio ADC 
Built‐iŶ Capless EaƌphoŶe dƌiǀeƌ 
Built‐iŶ MIC aŵplifǇ ďloĐk ǁith AGC 
Suppoƌt audio iŶput 
OŶďoaƌd Ϯ.ϰGHz aŶteŶŶa，suppoƌt eǆteƌŶal aŶteŶŶa optioŶal 
Suppoƌt AT+CoŵŵaŶd Set foƌ CoŶfiguƌatioŶ 
SiŶgle poǁeƌ supplǇ: ϯ.ϯϱV~ϰ.ϮV 
Sŵallest size: ϭϴǆϯϱŵŵ       
Fleǆiďle Softǁaƌe Platfoƌŵ, Đustoŵized softǁaƌe seƌǀiĐe 

ϭ.Ϯ AppliĐatioŶ Field 
Bluetooth Speakeƌ 
Tƌue ǁiƌeless steƌeo Audio sǇsteŵ 
Bluetooth haŶdsfƌee 
FitŶess 
Wiƌeless POS 
Poƌtaďle pƌiŶteƌ 
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Ϯ EleĐtƌiĐal ĐhaƌaĐteƌs 

Ϯ.ϭ BasiĐ ĐhaƌaĐteƌs 

Aďsolute Maǆiŵuŵ RatiŶgs  MiŶ  Maǆ  UŶit 
Poǁeƌ supplǇ Voltage ;LDOINͿ  –Ϭ.ϱ +ϱ.ϱ  V 
Voltage of I/O piŶs  –Ϭ.ϱ +ϯ.ϲ  V 
Stoƌage T eŵpeƌatuƌe  –ϱϱ +ϭϮϱ  °C 

Taďle ϭ. Aďsolute Maǆiŵuŵ RatiŶgs 

ReĐoŵŵeŶded OpeƌatiŶg CoŶditioŶs  MiŶ TYP Max Unit  
Poǁeƌ supplǇ Voltage ;LDOINͿ ϯ.ϯϱ  ϰ.Ϯ V 

Voltage of I/O piŶs  3.0  ϯ.ϯ  ϯ.ϲ V 
OpeƌatiŶg Teŵpeƌatuƌe  ‐ϯϬ  Ϯϱ  ϳϱ ° C 

Taďle Ϯ.  ReĐoŵŵeŶd WoƌkiŶg CoŶditioŶ 

Wiƌeless StaŶdaƌd  Bluetooth BR/EDR/LE 
FƌeƋueŶĐǇ  Ϯ.ϰϬϮGHz～Ϯ.ϰϴϬGHz 
Max TX poweƌ  9dBŵ 

AŶteŶŶa 
iŶteƌŶal：ĐeƌaŵiĐ aŶteŶŶa  High gaiŶ as eǆteƌŶal aŶteŶŶa 

Taďle ϯ. Bluetooth featuƌes 

I/O pins Test  Condit ions Min Max Unit  

Logic input  low, VI L  0 0.75   V 

Logic input  high, VI H  2.1 3.6   V 

Logic output  low, VOL 6m A 0 0.6   V 

Logic output  high, VOH 6m A 2.7 3.3   V 
Taďle ϰ. DC ChaƌaĐteƌistiĐs of I/O piŶs 
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ϯ poweƌ supplǇ 

    ϯ.ϭ ŵodule poweƌ supplǇ 

Poǁeƌ supplǇ iŶput piŶ ϮϬ ;LDO_INͿ; piŶ Ϯϭ ;POWER_ONͿ to eŶaďle the poǁeƌ, this featuƌe 
teŵpoƌaƌilǇ ĐaŶ Ŷot ďe used, Ŷeed to ďe pulled high; supplǇ ǀoltage ƌaŶge of ϯ.ϯϱ ~ ϰ.ϮV, 
ReĐoŵŵeŶded ďǇpass ĐapaĐitoƌ ϭϬuF, Ϭ.ϭuF ĐoŵďiŶatioŶ filteƌ ;if Ǉou use the audio fuŶĐtioŶ, 
poǁeƌ supplǇ pƌogƌaŵ see the Ŷeǆt seĐtioŶͿ. PiŶ ϭϬ,ϭϴ,ϮϮ,Ϯϲ,ϰϬ,ϰϳ,ϰϴ aƌe the ŵodule's "gƌouŶd", 
ǁheƌe piŶ ϭϬ is aŶalog audio gƌouŶd, diƌeĐtlǇ ǁith the "gƌouŶd" ǁheŶ Ŷot usiŶg audio. 
WLTϮϱϲϰM ŵodule piŶ ϭϯ ;ϯ.ϯVͿ, ϰϱ ;ϯ.ϯVͿ ϯ.ϯV output piŶ foƌ the ŵodule ;eǆteƌŶal poǁeƌ 
supplǇ ĐaŶ Ŷot ďe Đut fƌoŵ the eǆteƌŶal poǁeƌ supplǇͿ, Ǉou ĐaŶ use this output poǁeƌ to do 
soŵe siŵple pull‐up, Dƌiǀe LED iŶdiĐatoƌ. This poǁeƌ supplǇ output ĐuƌƌeŶt is oŶlǇ ϭϬϬŵA, Ŷot as 
a high‐poǁeƌ deǀiĐe poǁeƌ supplǇ 

ϯ.Ϯ The use of audio poweƌ supplǇ 
WLTϮϱϲϰM ŵodule ǁith audio plaǇďaĐk, ǀoiĐe Đalls aŶd otheƌ fuŶĐtioŶs; 
   Due to the ǁoƌkiŶg ŵeĐhaŶisŵ of Bluetooth, ǁill Đause the supplǇ ĐuƌƌeŶt fluĐtuatioŶs, if Ǉou 
Ŷeed to use the audio fuŶĐtioŶ, the Ŷeed to ŵiŶiŵize the iŵpaĐt of poǁeƌ supplǇ ƌipple; ŵodule 
poǁeƌ supplǇ is ƌeĐoŵŵeŶded to do the folloǁiŶg. 
ϭ. The ŵodule poǁeƌ supplǇ aŶd audio aŵplifiĐatioŶ ĐiƌĐuit sepaƌate poǁeƌ supplǇ.
Ϯ. Poǁeƌ supplǇ "RC" filteƌ afteƌ the supplǇ ŵodule, the poǁeƌ supplǇ ĐiƌĐuit iŶ seƌies ƌesistaŶĐe

of ϭϬ ohŵ ƌesistoƌ, the ƌesistaŶĐe poǁeƌ should ďe gƌeateƌ thaŶ Ϭ.ϭW. 
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ϰ ŵodule plaĐeŵeŶt aŶd ĐleaƌaŶĐe aƌea 

      WLTϮϱϲϰM foƌ the RF ŵodule, its laǇout iŶ the PCB laǇout aŶd Đoppeƌ ƌoutiŶg ǁill affeĐt its RF 
peƌfoƌŵaŶĐe, the folloǁiŶg speĐifiĐ details of seǀeƌal Đases. 

      ϰ.ϭ DesĐƌiptioŶ of plaĐeŵeŶt 

Module plaĐeŵeŶt ĐaŶ ďe ƌoughlǇ diǀided iŶto the folloǁiŶg thƌee Đases 

       ϭ "plaĐed iŶ the PCB ďoaƌd ĐoƌŶeƌ, iŶ this Đase, the ŵodule aŶteŶŶa oŶ ďoth sides ǁithout 
oďstaĐles, the ďest peƌfoƌŵaŶĐe. 
      Ϯ "plaĐed iŶ the PCB ďoaƌd edge, iŶ ǁhiĐh Đase, the ŵodule aŶteŶŶa uŶilateƌal oďstaĐle, 
ďetteƌ peƌfoƌŵaŶĐe. 
      ϯ "plaĐed iŶside the PCB ďoaƌd, iŶ ǁhiĐh Đase, theƌe aƌe oďstaĐles aƌouŶd the ŵodule 
aŶteŶŶa, RF peƌfoƌŵaŶĐe is pooƌ, 

Will affeĐt its ĐoŵŵuŶiĐatioŶ distaŶĐe aŶd ĐoŵŵuŶiĐatioŶ speed. 

ϰ.Ϯ oŶ the ĐleaƌaŶĐe aƌea iŶstƌuĐtioŶs 
  WLTϮϱϲϰM ŵodule aŶteŶŶa to ďe doŶe ďeloǁ the ĐleaƌaŶĐe aƌea, the ĐleaƌaŶĐe aƌea should 

Ŷot haǀe aŶǇ laǇeƌ of Đoppeƌ aŶd tƌaĐes, theƌe should Ŷot ďe Đoppeƌ stud sĐƌeǁs aŶd otheƌ ŵetal 
oďjeĐts. 
     ϭ "CleaƌaŶĐe aƌea should Ŷot haǀe aŶǇ ŵetal oďjeĐts, the ŵodule fƌoŵ the headƌooŵ edge 
should ďe gƌeateƌ thaŶ ϭϬŵŵ, if the ďoaƌd edge of the deǀiĐe, the ďoaƌd edge all the ďetteƌ as a 
ĐleaƌaŶĐe aƌea, 
         If the ĐleaƌaŶĐe aƌea uŶdeƌ the holloǁ, that is ƌeŵoǀed uŶdeƌ the ĐleaƌaŶĐe aƌea FRϰ sheet 
peƌfoƌŵaŶĐe ďetteƌ. 
    Ϯ "AĐĐoƌdiŶg to the use of the eŶǀiƌoŶŵeŶt, if the ŵodule aŶteŶŶa paƌt of the pƌoďe out of the 
PCB ďoaƌd, the ďetteƌ. 
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ϱ Use audio pƌecautioŶs 

Use of audio featuƌes ;iŶĐludiŶg ŵusiĐ plaǇďaĐk aŶd ǀoiĐe ĐallsͿ oŶ the ŵodule peƌfoƌŵaŶĐe 
ƌeƋuiƌeŵeŶts aƌe higheƌ. Use the folloǁiŶg issues Ŷeed atteŶtioŶ. Poǁeƌ supplǇ oŶ the seĐoŶd 
Đhapteƌ has ďeeŶ iŶtƌoduĐed, Ŷot to eŵphasize heƌe. 

ϱ.ϭ oŶ the suď‐"laŶd" 
WLTϮϱϲϰM aŶalog ŵodule ǁill ďe sepaƌated out, the useƌ should tƌǇ to use the audio fuŶĐtioŶ to 
sepaƌate aŶalog to help iŵpƌoǀe souŶd ƋualitǇ 

ϱ.Ϯ Used ďǇ MIC_IN 
      WLTϮϱϲϰM ŵodule suppoƌts MIC IN, foƌ ǀoiĐe Đalls aŶd audio piĐkup, the use of MIC_IN 
ǁheŶ the ŵiĐƌophoŶe oƌ the ŵiĐƌophoŶe to the gƌouŶd aŶd the aŶalog ŵodule ;AGNDͿ 
ĐoŶŶeĐted. 
       MIC_IN piĐkup aŵplitude is ϱϬŵV, ǁheŶ used diƌeĐtlǇ to the ŵiĐƌophoŶe output aŶd MIC_IN 
ĐoŶŶeĐted, ŵust Ŷot ďe aŵplified ŵiĐƌophoŶe sigŶal iŶput to the MIC_IN. 

ϱ.ϯ LINE_OUT 
WLTϮϱϲϰM ŵodule LIN OUT iŶteƌfaĐe ĐaŶ dƌiǀe headphoŶes oƌ eǆteƌŶal poǁeƌ aŵplifieƌ to 
supplǇ speakeƌs. CaŶ dƌiǀe ϯϮ EuƌopeaŶ headphoŶes, the ŵaǆiŵuŵ output poǁeƌ of ϮϬŵW. 

       Audio sigŶal liŶes Ŷeed to "laŶd" paĐkage, to pƌeǀeŶt eǆteƌŶal iŶteƌfeƌeŶĐe, aǀoid paƌallel 
ǁiƌiŶg ǁith the poǁeƌ Đoƌd. 

ϲ PCB DesigŶ 

ϲ.ϭ Label 
      WLT2564M module  FCC ID:2AKDB-WLT2564M ,please refer the below :

PRODUCT:  Buletooth module

MODEL: WLT2564M

FCC ID:2AKDB-WLT2564M

 IC :22145-WLT2564M

Figuƌe 4. Label



.   
JOHNSON INDUSTRIES ;SHANGHAIͿ CO.,LTD. 

Ϯ/ϭϱ/ϮϬϭϲ  8 / 9 

Figuƌe 5. FootpƌiŶt diŵeŶsioŶs 

6.3 PCB LaǇout Guide 
Bluetooth ǁoƌks iŶ a fƌeƋueŶĐǇ of Ϯ.ϰGHz, the desigŶ of PCB aŶd MeĐhaŶiĐal should ďe Đaƌeful to 

aǀoid the iŵpaĐt of ǀaƌious faĐtoƌs oŶ the RF peƌfoƌŵaŶĐe. Please Ŷote the folloǁiŶg:   
ϭ. Outeƌ ĐasiŶg suƌƌouŶdiŶg WLTϮϱϲϰM ŵodule should aǀoid usiŶg ŵetal ŵateƌials. If the

ĐasiŶg is ŵetal, it is ƌeĐoŵŵeŶded to use aŶ eǆteƌŶal Ϯ.ϰGHz aŶteŶŶa.
Ϯ. Metal sĐƌeǁs should ďe faƌ aǁaǇ fƌoŵ RF paƌt of ŵodule.
ϯ. Module should ďe plaĐed oŶ the edge of ŵotheƌďoaƌd, eŶsuƌe the aŶteŶŶa toǁaƌds outside.

Please ŵake suƌe that all laǇeƌs haǀe Ŷo tƌaĐe oƌ Đoppeƌ uŶdeƌ the AŶteŶŶa ƌegioŶ.

6.2 Eǆaŵple Boaƌd LaǇout 
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7 FCC Warning: 
     Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 

could void the user's authority to operate the equipment.  
     This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

FCC Radiation Exposure Statement: 
     To satisfy FCC RF Exposure requirements for this transmission devices, a separation distance 

of 20cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during 

operation. To ensure compliance, operation at closer than this distance is not recommended. 

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction 

with any other antenna or transmitter. 

      This device complies with Innovation,Science and Economic Development Canada licence-

exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may 

not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference 

that may cause undesired operation of the device.  
       Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de 

licence.  L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:  

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et  

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

8 ISED RSS Warning: 

ISED RF exposure statement : 
       This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment .This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other 

antenna or transmitter. 

        Cet équipement est conforme aux ISED RF limites d'exposition aux radiations dans un 

environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou opérant en conjonction avec 

une autre antenne ou émetteur.

     The modular transmitter must be equipped with either a permanently affixed label or must 

be capable of electronically displaying its FCC identification number：
If using a permanently affixed label, the modular transmitter must be labeled with its own FCC 

identification number. and, if the FCC identification number is not visible when the module is 

installed inside another device, then the outside of the device into which the module is installed 

must also display a label referring to the enclosed module. This exterior label can use wording 

such as the following: “Contains Transmitter Module FCC ID:2AKDB-WLT2564M.” Any similar 

wording that expresses the same meaning may be used. The Grantee may either provide such a 

label, an example of which must be included in the application for equipment authorization, or, 

must provide adequate instructions along with the module which explain this requirement. In 

the latter case, a copy of these instructions must be included in the application for equipment 

authorization.


